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Пайка волной припоя позволяет обеспечивать высокую
производительность процесса ввиду механизированного движения пла: 
относительно припоя с возможностью создания автоматизированных 
установок, включающих в себя полный комплекс операций.Анализи 
моделирование параметров волны припоя необходимы для оптимизации 
параметров пайки с цель минимизации количества дефектов к 
обеспечения наибольшей производительности при заданных условилх. 
Моделирование проводилось с использованием пакета MathCADn анализа 
гео.метрических параметров контакта платы с припоем.
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Рис. 1. Схема взаимодействия двусторонней волны с платой

В резу'льтате моделирования и анализа получена зависимости длины 
контакта L* платы с волной припоя и зависимость времени пайки от 
скорости движения конвейера и длины контакга платы с волной припоя.
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где Н— длина волны; h, — высота гребня волны;Ар -  толщина платы; а — 
угол наклона платы; р=а+90°.
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